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摘 要

統計製程管制技術應用於工業界已有一段相當的歷史，是一項改善與控管品質製程能力相當好的工具，本研究以半導體IC

封裝成型製程導入SPC系統，輔以QI統計軟體，建立一套完整的統計製程管制導入手法，並選擇合適的管制圖類型並導進

自動檢腳機大幅提昇檢測速度，提昇生產線即時控管效率；由於SPC管制圖出現異常規則時由於等待工程師排除異常須耗

費等待時間，但大多數屬於人員手法或機台誤判，因此利用柏拉圖蒐集異常原因建立OCAP，以利發生異常規則時能夠及

時處理，增加生產線靈活度，同時建立EDR異常處理程序並運用FMEA及8D手法解決生產線異常調查與矯正對策的實施與

對策成效性確認，降低因不正確矯正對策造成生產線資源浪費。

關鍵詞 : 統計製程管制、管制圖、製程能力
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